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Sposéb przygotowania powierzchni przedmiotu molibdenowego do lutowania z przedmiotami
z innych metali, zwlaszcza z miedzi .

Przedmiotem wynalazku jest sposéb przygotowania powierzchni przedmiotu molibdenowego do lutowania
z przedmiotami z innych metali, droga odpowiedniego pokrycia tej powierzchni i jej uksztattowania.

Znany dotychczas spos6b lutowania przedmiotéw molibdenowych z przedmiotami z innych metali polega
na galwanicznym naktadaniu na przeznaczonych do lutowania miejscach warstwy niklu i miedzi. Przedmiot
molibdenowy z naniesionymi warstwami jest nastepnie wygrzewany w celu spieczenia pokrycia. W dalszej kolej-
nosci lutowanie tak przygotowanych powierzchni molibdenu z przedmiotami z innych metali lutowiem AgCu lub
innym,

Wada znanego sposobu jest konieczno$¢ stosowania procesdw elektrochemicznych, a takze niedostatecznie
silne zwigzanie pokrycia z powierzchnig molibdenu. ’

Celem wynalazku jest usunigcie tych wad. Zagadnieniem technicznym jest znalezienie takiego sposobu
przygotowania powierzchni molibdenu do lutowania, ktéry eliminowatby zastosowanie procesu elektrochemicz-
nego i zapewniat péZniejsze niezawodne i préZznioszczelne potaczenie lutownicze z przedmiotami z innych meta-
li, a zwtaszcza z przedmiotami miedzianymi. '

Cel ten zostat zgodnie z wynalazkiem osiagniety w ten sposéb, 2e na powierzchni przedmiotu molibdeno-
wego przeznaczonej do lutowania z przedmiotem z innego metalu tworzy si¢ miedzywarstwe z miedzi, przez
stopienie potoZonego na tej powierzchni kawatka drutu lub blachy miedzianej, przy czym przeznaczona do
lutowania powierzchnia przedmiotu molibdenowego ograniczona jest ostrymi, wypuktymi krawedziami, zapobie-
gajacym rozptywaniu si¢ miedzi poza obszar tej powierzchni. Zwilzenie miedzig powierzchni przeznaczonej do
lutowania uzyskuje si¢ przez ogrzanie przedmiotu molibdenowego do temperatury znacznie przewy2szajace]
temperature topnienia miedzi. Nadmiar miedzi moZe by¢ usunigty obrobka widrowa fub przez odparowanie,
przy czym pozosta¢ powinna warstwa o gruboécl wigkszej niz 0,1 mm.

Sposéb wedtug wynalazku pozwala na uzyskanie na przedmiocie molibdenowym warstwy poérednlczqoe],
dobrze lutujacej si¢ znanymi sposobami z przedmiotami z innych metali, przy czym wytwarzanie tej warstwy
odbywa sig przy uzyciu tych samych srodkéw technicznych co p6Zniejsze lutowanie. '
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Spos6b ten pozwala tez na zmniejszenie ilofci operacji, eliminuje-operacje elektrochemiczne i utatwia
zachowanie czystosci detali. , ,

Przyktad. Na oczyszczong powierzchnig przeznaczonego do zlutowania z tulejq miedziang molibdeno-
wego elementu lampy elektronowej naktadany jest krazek z folii z miedzi beztlenowej o grubosci- 0,3 mm. Tak
przygotowany elemént molibdenowy umieszczany jest w piecu indukcyjnym i ogrzewany w atmosferze ochron-
nej H; + N, do temperatury 1300°C, przy ktérej nastepuje catkowite zwilzenie miedzia powierzchni przezna-
czonej do lutowania. Czas przetrzymywania w -tej temperaturze wynosi 1 min.

Zastrzezenia patentowe ’ W
i

1. Spos6b przygotowania powierzchni przedmiotu molibdenowego do lutowania z przedmiotami 2z innyc‘h
metali, znamienny tym, Ze na przeznaczonej do zlutowania z przedmiotem z innggo metalu powierzchni przed-
miotu molibdenowego tworzy si¢ miedzywarstwe z miedzi, przez stopienie poto2onego na tej powierzchni
kawatka drutu lub blachy miedzianej, przy czym przeznaczona do lutowania powierzchnia przedmiotu molibde-
nowego ograniczona jest ostrymi wypuktymi krawedziami zapobiegajacymi rozptywaniu sie mie’dzi poza obszar
tej powierzchni. }

2. Sposéb wedtug zastrz. 1, znamienny tym, Ze zwilZenie miedzig powierzchni przeznaczonej do lutowania
uzyskuje si¢ przez ogrzanie przedmiotu molibdenowego do temperatury znacznie przewyZszajacej temperaturg
topnienia miedzi.

3. Sposéb wedtug zastrz. 1 i2, znamienny tym, e nadmiar miedzi usuwa sie znanymi sposobami
pozostawiajgc warstwe o grubosci wigkszej niz 0,1 mm.
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